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第 133 回 CISパートナー会議事録（一般様用）  

                                             

  開催日時 2023 年 5月 28 日（日） 13時～15時  

  講 師  西村 靖紀 様 

  テーマ  「最新半導体事情と経済安全保障」   T= 21:09  開始 

会議風景 

T=34:16 

 最新半導体事情と経済安全保障は対中国対応で、新聞記事等で多く報道されている。 
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1) 最新半導体事情       T=41:42 

１－１） 半導体の市場規模 

 半導体の市場は、全世界で 50兆円。 右図は用途でこれらを組み込んだ製品は少なくとも 10倍はある。 

50兆円を生み出すための装置約 8兆円、材料 6兆円と算出され、5年償却として原価は 20%残りは給料や利

益。高利益！ 

 IDM: 垂直統合型の会社で、設計から半導体ウエハ、チップ、後半のアセンブリ全てを生産。例）インテル。 

ファブレス： 設計だけ担当し半導体生産は他社に頼る。 例）Apple、AMD 社など。 

ファウンドリ： 半導体生産工場。 例）TSMC。 OSAT:後半工程の有選部のみ担当する会社。東南アジア。 

 

１－２） スマホに入っている重要な半導体 CPU, DRAM, ３DNAND（フラッシュメモリ） 

写真でわかるように、3 次元回路になっている（昔は平面/プレーナー回路 1980 年代） 
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１－３） 半導体の微細化の進展   T=47:40 

  半導体は微細化して成長してきた。 

  ムーアの法則 

 

 

１－４） 半導体が微細化する理由 コスト低減、微細化で高速化、低消費電力  T=50:00 

 

露光光原 
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１－５） Moore’s Law Challenge    T=52:50    

 

１－６） Litho density scaling continues in this decade  T=55:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集積度は右上がり

 

クロックは飽和気味 

デﾕアルコアで高速化
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１－７） 微細化の現実   T=56:40 

 

 

１－８） CMOS Technology Evolution      T=57:00 

 

7nm インテル、5nm TSMC、 ラピタスは 3nmを目指す 
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１－９） 半導体主要メーカーの微細化進展状況         T=58:21 

 
 

 

１－１０） 半導体主要メーカーの微細化進展状況  T=1:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EUV「極紫外線」 

米国 

 

韓国 

 

台湾 

 

中国 

 

台湾 

 

台湾 
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 ノード 7nm からさらなる微細化には、EUV 露光技術が必須となる。   T=01;03:40 

 

EU

V 露

光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUV 露光 （T=01:04:32） λ=13.5nm で吸収されないよい真空中プロセスで、更にレンズ（石英レンズでも

吸収してしまう）が使えないので全て反射鏡による光学系システムが非常に難しい。ASF社のみ製造できる。 
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１－11)  半導体のサプライチェーン  T=01:07:06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１２） 半導体製造メーカー      T= 01:09:09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インテル：CPU、サムスン：DRAM 
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１－１３) 2022年の世界半導体売上高ランキング・トップ１０           T=01:10:12 

T=01:11:09 

 

 

 

←旧 東芝メモリ
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売上：   T=01:12:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１４） 日本メーカーの半導体売上高            T=01:12:57 
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１－１５） 半導体受注製造サービスの世界ランキング                     T=01:13:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１６） 世界の半導体製造装置メーカー売上高ランキング   T=01:14:40 
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１－１７） 半導体製造装置メーカー    T=01:17:20 

 
 

 

 

１－１８）半導体材料メーカー     T=01:18:06 
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２） 半導体の経済安全保障    T=01:19:05 

2-1） 米中半導体戦争 

戦略的重要物資としての半導体 

 電子機器を製造するには半導体が欠かせず、スマートフォンや IoT（Internet of Things)など多くの製品

のデジタル化が進むにつれ、半導体の需要は伸び続けている。半導体なくして世界経済を語ることはできな

い。 

 一方、戦闘機、ミサイルなどの兵器には多くの半導体が使われており、軍事面でも半導体の確保が急務。 

 核兵器や超音速ミサイル、自律型ロボット兵器などの最新兵器には人工知能（AI）をはじめとする先端技術

が取り入れられており、これらの技術を可能にしているのも先端半導体。 

 半導体は、経済のグローバル化にとって重要であると同時に、軍事システムの製造において中心的な役割

を果たすため、世界の軍事バランスにとっても重要。安全保障の面でも半導体は欠かせない。 

 

地政学的に見た、半導体のリスク 

 半導体生産能力を国・地域別にみると、ロジック半導体に関しては、台湾が最先端分野（10nm 以下）をほぼ

独占、韓国や米国が一部シェアを占めている。世界で生み出されるコンピューティングパワーの 3分の 1以上

は台湾製そのため、台湾をめぐる軍事衝突が生じた際には、半導体の供給が寸断されてしまうことも懸念さ

れる。 

 

中国の脅威 

 中国が軍事的に台湾を脅かすようになったにもかかわらず、アメリカは台湾への依存度を高めたのは大き

な誤り。 アメリカは中国の AI（人工知能）が進歩して、諜報機関や軍事システムに配備されることを恐れて

いる。 世界の主要な軍は、軍事システムへの AIの応用を模索しているが、AIにとって不可欠なのが、高性能

の半導体。 アメリカの半導体の国内生産の目的は、先端半導体の製造における台湾への依存度を下げるこ

とであり、 中国が攻撃してきた場合でも代替の供給源を確保できるようしなければならない。 

 アメリカは中国の最先端の半導体の入手経路を遮断したい。 

 西側諸国、日本、韓国、台湾が最先端の半導体を中国に売らなければ、中国はそれを入手する方法はない。 

 

 

アメリカの対中デカップリング戦略   T=01:23:54 

     Protect  米国などの先端技術へのアクセスを遮断し、中国の半導体産業の台頭を阻止する 

     Promote 産業政策を通じて米国の半導体産業を強化する。 

 

国防権限法 2019   

中国系企業 5社と米政府機関との取引禁止  Huawei, ZTE, Hitera, Hanghou, Dahua 

Huawei をエンティティリストにのせた。 Huaweiへの半導体供給を止める。 

対中 半導体輸出規制  2022/10 

先端半導体を中国に作らせない・渡さない                                                             

先端半導体の製造装置や関連部品の輸出を事実上禁止 
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人工知能 AI やスーパーコンピュータ等の開発につながる半導体の輸出禁止 

アメリカ人技術者の中国半導体企業への関与禁止 

 

Chips ad science act 2022 

半導体産業への助成政策を通じて米国の半導体産業を強化する 

アメリカでの総投資額は、5 年間でおよそ 7 兆円。 

助成を受けた企業は 10年間、中国には投資できない 

TSMCはアメリカの西部・アリゾナ州に最先端半導体の工場を建設中。 

Samsung   テキサス州に 170億ドル 最先端半導体の工場を新設。 

Intel 170億ドル投資予定 

 

対中半導体輸出規制   T=01:27:32 
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2-2） 第 3国政府による協力   T=01:27:57 

半導体サプライチェーンのチョークポイントを握るその他国々の協力なしにして、その効果を発揮することは

できない。 半導体製造装置は日本や欧州のメーカーが高いシェアを占めており、これらのメーカーの製品

が中国に販売されることを防ぐという狙い。バイデン政権は日本やオランダに協力を要請しており、既に基

本合意に至っている 

 

 

 

2-3） 日本の対応   T=01:29:50 
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2-4) 日本の凋落   T=01:30:33 

 
 

2-5）     T=01:33:44 

 
        日本は台湾の TSMCの工場を熊本県に誘致し建設中 
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2-6)     T=01:34:53 

 

     T=01:36:39 

2-7) Rapidus （株） のポジション 

2022年には先端半導体の国産化を目指す新会社「Rapidus」が設立され、先端半導体の技術開発を行なう。 
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2-8)     T=01:38:23 

 

2-9)     T=01:39:21 
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2-10)     T=01:40:31 

 

     T=01:41:08 

 

 

３） Q＆A     T=02:07:12 

Q)大学は最先端技術を追求しているところは有るか。 

A)設備に費用が掛かることから、無くなった。 

 

Q）大学での研究は中国人留学生を通して筒抜けではないか。 

A)中国の法律では、個人の持つ情報は国の要求が有れば、すべて開示する義務が有るため、現状は筒抜けと

思われる。 
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Q)ドイツの存在が無いのはなぜ？  フラウンホーヘル社の活躍しか見えない。 

A)オランダにはフィリプスが活躍している。 日本と共に車依存で他の産業力低迷か。 

 

Q）CPU1個当たり周辺半導体は 500倍と言われている、そちらの方が技術よりもうかるのでは。 

A)SiCなどパワー系は日本が一番進んでいるので、これで稼ぎながらロジックを立ち上げなおすのが良い。 

 

Q）モノリシック技術は繋ぎの飯のタネになりうるか 

A)たぶん OK 

 

Q)EUV光源は何か？ 

A)Sn のプラズマから導き出すようだ。 

 

（参考） 

USHIOの資料に記載有。 

https://www.ushio.co.jp/jp/technology/lightedge/200803/100353.html 

13.5nm の EUV（Extreme ultra-violet）光源を用いた EUV リソグラフィーは、LSI の次世代リソグラフィーとして

有力視されている。EUV は、DPP（Discharge Produce Plasma）や LPP（Laser Produced Plasma）により高温・高

密度のプラズマから得られます。   詳細は上記参照 

(T=02:07:10) 

Q)微細化が進む割にはクロック周波数はあまり上がらないのはなぜ？ 

A)１GHｚの信号は 1クロック１nSで３０cm進。  

 5Ghz の信号は 0.2nS で 6cm 進み、基板上の配線での遅延により論理回路として動作できなくなる（配線

長が波長の 1/10以下）。 したがって、チップの中の配線を短くする、更に平面配線でなく３D 配線が必要。 

更に、配線のインピーダンスで遅延が生じ、信号が乱れ安定しなくなるのが主な原因。でないと 

即ち、クロック周波数が高くなると、信号の群遅延が生じ信号波形の乱れでロジック回路が成り立たなくなる。 

    T=02:11:17 

                           会議風景 

 

https://www.ushio.co.jp/jp/technology/lightedge/200803/100353.html
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    T=02:12:29 

Q)CPUから外部回路に出る I/O信号や各種制御信号の端子は何個ぐらいあるか？ 

A)具体的数字は分からないが、高速の信号処理が必要なのでパラレルのはず=出力端子は非常に多いだろ

う。 ３D構造にしても限界が有ることから、現在のクロックより早くすることは限界と思われる。 より高速の

信号処理が期待できる量子コンピューターの出現が望ましい。  

３D構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量子コンピューターの用途： 

GTP-4の意見では： 

Q) 演算速度向上のために、量子コンピューターの実用化が薦められているが、従来の半導体集積回路による

コンピューターも併用になると思われます。 GPT-4 はどのように思いますか？ 
ChatGPT 
A) はい、その見解は妥当だと思います。現在までの技術開発の進行によれば、量子コンピューターは確かに

一部の特定の問題を解くのに非常に優れた能力を持つことが示されています。例えば、大規模な整数の素

因数分解や特定の最適化問題などです。しかし、量子コンピューターはまだ開発の初期段階にあり、その信

頼性、耐久性、スケーラビリティ（拡大可能性）などについては、現行のクラシカル（古典的）なコンピューター

システムに劣ります。 

そのため、少なくとも近い将来では、量子コンピューターとクラシカルなコンピューターが併用されることが予想さ

れます。特定のタスクは量子コンピューターに、一般的な計算タスクやインフラストラクチャ関連のタスクはクラシ

カルなコンピューターに任せるといった具体的な役割分担が考えられます。また、量子エラー訂正などのテクニッ

クを使用して、量子コンピューターの信頼性を向上させるために、クラシカルなコンピューターが補助的な役割を

果たすこともあります。 
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したがって、少なくとも中期的な視野では、量子コンピューターとクラシカルなコンピューターの併用は現実的な

シナリオであると言えます。ただし、技術は日進月歩であり、今後の研究や開発により、この見解が変わる可能

性もあります。 
    T=02:19:10 

Q) 製造には時間がかかる。 露光の精度を保つむつかしさが有るのではないか。 

A) 露光は真空中で行わうので、熱膨張による精度劣化を防ぐためにワークの（Scウエファー）温度管理が

とても難しい。 今までの露光機は、ワークとしてのシリコンウエファを真空チャックで密着するので温度管理

している。 

                T=02:20:00 

Q)装置の値段は？ 

A)従来の露光装置は 10億円/台程度。 一方、EUV露光装置は 200 億円/台 これが、～5台必要。 

   最先端の半導体作成のための通しが必要。  

 

 

４）今後の日程 

第 134 回  6 月 25日 (日)13時  ～ 寺川 雅嗣 様 

第 135 回  7月 23日 (日)13時  ～ 生駒 篤一 様  代講依頼中 

第 136回  8 月 20日 (日)13時  ～ 神田 忠起 様 

 

 

HP http://www.cis-laboratories.co.jp/index.html  

 

以上 

                             2023-5-31 文責 山本洋一 

 


